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Abstract (fr)
Procédé de fabrication d'un dispositif inductif comportant au moins un premier enroulement conducteur électrique comprenant au moins une
spire, ledit procédé comprenant :a) la fourniture d'un support tridimensionnel comprenant au moins un chemin en creux formé dans sa surface
extérieure, ledit chemin en creux ayant le profil du premier enroulement à réaliser,b) application d'un matériau conducteur sur la surface extérieure
du support de sorte à remplir au moins partiellement le chemin en creux,c) retrait du matériau conducteur en dehors du chemin en creux de sorte à
ne conserver que le au moins un premier enroulement conducteur électrique.
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